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Amplasarea componentelor precum și într-o mare măsură trasarea conductoarelor este reprezentată în standartele IPC. În aceste  standarte sunt redate o serie de recomandări asupra amplasării și trasării dar la necesitate din momentul în care se poate de explicat cauza  încălcării recomandărilor nemenținerea recomandărilor poate fi permisă.
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1 se recomanda amplasarea pe o singura fata a plachetei
La necesitate extrema se admite amplasarea unui anumit tip de componente pe fata opusa (componente pasive sau Rezistentele sau SMD). Nu se recomanda amplasarea pe doua fete a plachetei a diferitor tipuri de componente. Tehnologiile actuale permit amplasarea componentelor cu o distanta minimala de 0.2mm unu fata de altul si 1mm de la margine. dar pentru diferite tipuri de componente se dau recomandari in distanta 
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Dupa standartele IPC sunt date distantele minimal recomandate intre componente 
NU este notiune de distante maximale recomadate. Distantele minimal recomandate sunt redate de producatori dar in mare masura copie marimele propuse de standarte. Amplasrea componentelor foarte tare depinde de metoda de lipire.
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Cerintele de amplasare a componentelor sunt in mare masura dependente si de metoda automatizata de lipirein slaid se reprezinta cerintele pentru metoda de lipire cu val de cositor.
Amplasrea componentelor de tip SOIC (cu lipire pe suprafata) se face de lungul miscarii valului de cositor.
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In cazul ideal amplasarea componentelo de acelasi tip trebuie sa fie in locatie alaturata cu axa longitudinala in aceiasi directie
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Reteau de reper (grid AD) se utilizeaza pentru pozitionarea componentelor pe suprafata plachetei.
Reprezinta o retea imaginara (pe placheta nu se deseneaza). Semne de reper a caror caz particular sunt gaurile de reper (din cauza simplitatii dispozitivelor de prelucrare mai des se utilizeaza gauri de reper). Sunt necesare pentru pozitionarea dispozitivelor automate de prelucrare (iin special la montarea automata). Semnele globale pentru pozitionarea plachetelor sau panourilor de plachete. Semnele locale pentru pozitionarea componentelor cu densitate mare de picioruse. Semnele sau gaurile de reper se amplaseaza pe diagonala una fata de alta la o distanta maximala. Sunt necesare minimum doua semne de reper pentru pozitionarea corecta. Semnele de reper glaobale si locale au aceleasi marimi din cauza complexitatii schimbarii burghiului
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Daca latimea conductorului este mai mare decit 80% din latimea suprafetei de contact intre conductor si suprafata de contact se amplaseaza asa numita termobariera care reprezinta o ingustatura in conductor
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Pentru a evita erorile si rebutul la lipirea automata trebuie sa consultam regulile de formare a mastii selective de lipire la procatorul plachetei. Documenttia tehnologica a uzinei in maremajoritate repeta standartele recomandate de IEEE. LA necesitate standartele se poate de ignorat doar cu conditia tehnologia permite. un sens concret la neglijarea standartului. 
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un punct important in realizarea mastii selective este microschemele cu densitae mare de suprafete de contact (distanta intre suprafete 0.63 mm) masca selectiva este recomandat sa se amplaseze intre suprafetele de contact.
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Microcircuitele cu capsula de tip BGA penrtu lipirea corecta se folosesc doua tipuri de masti de lipire NSMD si SMD . Uzual NSMD ca avind calitati de conexune electrica mai bune.
SMD prezinta proprietati fizice ridicate (acolo unde placheta va fi supusa la socuri fizice sau termice)
Verificarea calitatii conexiunii se ace cu raze X forma suprafetei de contact simplifica verificarea cu raze X
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La formarea imaginii conductorilor imprimati trebuie sa tinem seama de citeva momente.
1. nu se recomanda (nu se permite) amplasarea in imediata apropiere a gaurilor de trecere (VIA) de conductoare sau de suprafete de contact sau de gauri de contact se recomandta formarea conexiunii prin termobariera
2. nu se permite amplasarea gaurilor de trecere sub componente
3. nu se permite suprapunerea totala sau partiala a conductorilor si gaurilor de contact sau suprafetelor de contact
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Panelarea plachetelor consta in efectuarea operatiilor tehnologice odata asupra mai multor plachete
Pentru aceasta plachetele se realizeaza pe suprafata sticlotecstolitului fara a fi decupate din suport.
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Suprafata sau contactul de testare reprezinta un contact neconectat la nici o componenta uzual se realizeaza unde este necesar de verificare automatizata necesita o suprafata libera in jurul lui de cel putin 5 mm

[image: ]
Panoul de plachete 
Gaurile de reper
se realizeaza aproximativ dupa aceleasi reguli ca la plachet
1. se amplaseaza in colturi cit mai distant unu fata de altul
2. se utilizeaza minim 3 gauri de reper
3. se lasa liber in jurul gaurii de reper cel putin 5 mm(de conductoare de componente)
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panou de plachete 
1. poligoanele de cupru trebuie sa aiba suprafata simetrica pe ambele parti a panoului pentru ca sa nu fie deformat panoul la prelucrarea termica
[bookmark: _GoBack]2. marimile panoului este recomandat de mentinut dupa regulile placilor astfel optimal este panoul cu laturile de 2x3 unitati conventionale
3. chiar daca echipamentul permite si tehnologia permite se lasa in orizontal o fisie de 5 mm neocupata
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decuparea plachetei din panou poate fi facuta manual sau prin frezare

daca manual, jumperii (semi-gauri tehnologice in locurile presupus de decupat) se fac la un ungi de 90 de grade ceia ce faciliteaza decuparea manuala
daca automat prin frezare, jumperii se realizeaza sub un unghi de 60 de grade ceia ce faciliteaza rigiditatea plachetei in timpul prelucrarii.
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Reteaua de reper-pentru componentele directe reteauade reperare 2.54 mm, este recomandat utilizarea retelei date si pentru reteaua SOIC.
Pentruampalsarea mai corecta pot fi utilizate reteauade 1,27 sau 0.635 mm, dar utilizarea retelelor mai mici nu intotdeaunaeste aplicata.
Gaurile de reper Fiducial Marks se utilizeaza ca o sistema de coordonare automata si sunt necesare pentru dispozitivele de prelucrare la toate
etapele de producere a placheteide cablajimprimat i la etapa de montare a componentelor. Ele permit dispozitivelor sa corecteze erorile de
coordonate.

tipuride semne de reper:

Semne globale-se utilizeaza pentru pozitionarea intregii plachete de cablaj imprimatsau a unui panou de plachete.

Semne locale-se uti aza pentru pozitionarea componentului concret care are un numar mare de pini cu distanta minimalaintre ei.

Pentru determinareacorectd a coordonatei pe x i y suntnecesare ca minimum 2 puncte de reper, care se amplaseaza pe diagonald, in colturile
opusea plachetei, la o distanta maximal posibila.

Pentruamplasarea corectd a componentelor se folosesc semne de reper locale amplasate dupaaceeasi regul3, in colturile perimetrului. Poate
fi utilizatun singur semn de reper local amplasatin centrul componentei.

Marimea gaurilor de reper trebuie sa fie nu mai mare decit 0.5 mm. Atit gaurile locale cit si cele globale au aceleasi marimi, dispozitivele
automatizate de obiceitrec greu de la o marime la alta a gdurilorde reper.
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Conectarea conductoarelor cu suprafete de contact

« Conductoarele cu latime mare conectate direct la suprafetele de contact duc la aparitia erorilor, la alipirea componentelor.
Temperatura prin suprafata mare a conductorului se transmite usor, suprafata de contact nu se incalzeste, lipirea se primeste
rece.

« Pentru conectarea suprafetei de contact lat se utilizeaza o portiune ingustad de conductor. Lungimea portii ingustate este de
0.25-0.125 mm, portiunea ingustd se mai numeste termobariera.
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Pentru a evita revarsarea cositorului, deplasarea arbitrara a componentelor si alte defecte ale lipirii, nu se permite amplasarea
vias pe placutele de contact ale elementelor sau in imediata vecinatate a acestora. Este esential ca suprafetele de contact al
componentelor sa fie separate de gaurile de contact, alte suprafete de contact etc. Prin masca de lipire.

Aceasta reguld este foarte importanta pentru microcircuitele cu un pas mic al pinului — suprafetele de contact a lor trebuie
separate printr-o masca. Tnsasi giurile de contact, situate in imediata apropiere a suprafetelor de contact, ar trebui, de
preferinta, sa fie acoperite cu o masca de lipit. Elementele situate in interiorul poligoanelor trebuie separate de ele prin bariere
termice. Acest lucru va permite evitarea incalzirii neuniforme a diferitelor suprafete de contact ale aceleiasi componente in
timpul lipirii si, ca urmare, deplasarea acestei componente, defecte ale "lipirii la rece", etc.

De asemenea, este de dorit sa conectati suprafetele de contact si conductoarele largi nu direct, ci cu un conductor ingust.
Parametrii acestui conductor de conectare sunt selectati in functie de curentul care trece prin el. Acest lucru va evita efectul
Jlipire la rece”.
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Unul dintre cele mai importante puncte in proiectarea ansamblurilor de circuite imprimate este respectarea formei si
dimensiunii suprafetelor de contact. Discrepanta dintre acesti parametri duce adesea fenomene nedorite, ne-lipirea unuia dintre
pinii unei componente, lipsa contactului in lipire, deplasarea mare inacceptabilad a elementului. Prin urmare, la proiectarea unui
produs, este necesar sa se tind seama de recomandarile producatorilor de componente, sa se utilizeze specificatiile acestora si
pentru componentele cele mai raspindite - standardele IPC si JEDEC si, in special, noul standard IPC-7351A, care reglementeaza
dimensiunile suprafetelor de contact si alti parametri ai ansamblurilor de circuite imprimate, care sunt critice pentru montarea
pe suprafatd a placilor.
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Microcircuite in carcase BGA

Suprafetele de contact ale BGA, precum i ale altor componente, trebuie izolate cu bariere termice de la
poligoanele de putere si de la impamintare.

Gaurile de contact trebuie separate de conductor si acoperite cu o masca. Exista doud tipuri de suprafete
de contact pentru BGA, in functie de deschiderea din jurul lor a mastii de lipit: NSMD — Non Solder
Mask Defined — nedeterminat prin deschiderea din masca de lipit, si SMD — Solder Mask Defined,
adica definit de o masca de lipit.

In primul caz, suprafata de contact si o zond mica din jurul acesteia sunt complet expuse din masca. In al
doilea caz, deschiderea de la masca se realizeaza cu o suprafatd mica care acopera zona de contact.
Prima optiune ofera o rezistentd mai mare a imbinarii lipite, datoritd unei zone de contact mai mari i a
contactului cu partile laterale ale suprafetei de contact, precum si o mai buna centrare a componentei si
este mai flexibila si mai avansata tehnologic, atat in productia de placi cu circuite imprimate, catsi in
timpul instalarii.

Avantajul celei de-a doua optiuni este de a creste puterea conexiunii dintre placa de contact in sine si
dielectricul placii de circuite imprimate. Utilizarea acestuia este justificatd dac, in procesul de
asamblare, testare sau functionare ulterioara, placa poate fi supusa la indoiri semnificative sau la alte
solicitari fizice, precum si in timpul functionarii la scaderi de temperatura ridicate sau daca produsul va
fi supus unor teste de temperatura foarte severe.

Daca documentele producatorului nu indica in mod specific tipul site-ului, se recomanda utilizarea
tipului NSMD.

O caracteristica a cipurilor BGA este ca pinii lor sunt ascunsi sub carcasd, ceea ce face dificila
verificarea calitatii instalarii lor. Principalul mijloc de inspectie a imbinarilor de lipit ale acestor
microcircuite este verificarea cu raze X. Dar chiar si in acest caz, poate fi dificil sa se detecteze unele
defecte, chiar cum ar fi alunecarea concluziilor individuale. Pentru a creste eficienta controlului lipirii
acestor microcircuite, se recomanda sa se acorde suprafetelor de contact o forma speciala.

Atunci cand se utilizeaza astfel de suprafete de contact, imbinarea de lipit capata o forma caracteristica,
ceea ce creste semnificativ eficienta verificarii, in special in modul automat.

a) NSMD 6) SMD
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Panelareaplachetelor de cablaj imprimat consta in montarea elementelor pe un set de plachete in acelasi timp cu decuparea pachetelor din panou
in continuare. La formarea panoului de plachete sut urmatoarele restrictii:

*De la marginea panoului si intre plachetele de cablaj imprimat trebuie sa fie de la 3.8 pinala 10 mm.

*Pentru pozitionarea panoului se utilizeaza 4 gauri de reper.
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Diagram Showing Free Area around Test Pad
for Components Greater than 6.5mm in Height
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Gauri de reper

Fiecare placa trebuie sa aiba cel putin trei semne de referintd necesare pentru sistemele
de viziune ale echipamentelor automate.

Semnele fiduciale trebuie sa fie zone rotunde cu un diametru de 1 mm, deschise de la
masca la un diametru de 3-4 mm.

Acestea ar trebui sa fie amplasate la colturile placii (dar asimetric) si sa fie cat mai
departe una de cealalta.

Este de dorit ca conductorii, suprafetelor de contact, canalele, orificiile de montare si
alte elemente ale placii de circuite imprimate sa fie situate la cel putin 5 mm de centrul
semnelor de referinta.

Daca nu exista suficient spatiu pe plata pentru a plasa semnele de referinta, acestea
trebuie plasate pe campurile tehnologice, ceea ce va atrage dupa sine o crestere a
suprafetei lor.
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Poligoane

Daca pe placa sunt asezate poligoane mari metalizate, atunci este recomandabil sa le
asezati pe ambele parti ale placii cat mai uniform posibil si sa fie realizate sub forma de
plasa de conductori. Acest lucru este necesar pentru a preveni deformarea placii in timpul
productiei si instalarii sale, atunci cand este incalzita intr-un cuptor de topire.
Dimensiunile placilor si pieselor de prelucrat

Pentru a optimiza asamblarea automata, mai multe placi mici sunt combinate intr-un
panou. Dimensiunile admise ale unui ansamblu de circuite imprimate sau ale unei piese
de prelucrat multiplicate constand din mai multe placi identice depind de parametrii
echipamentului pe care va fi realizat ansamblul. Pentru echipamentele utilizate, aceste
dimensiuni ar trebui sa fie cuprinse intre 50 x 50 mm si 320 x 240 mm (sunt permise
abateri mai mari, dar acest lucru trebuie convenit). In acest caz, raportul recomandat
dintre lungime si latime a piesei de prelucrat in grup este de aproximativ 3: 2.

Domenii tehnologice

Echipamentul permite asamblarea placilor individuale sau a pieselor de lucru in grup
care nu au gauri si campuri tehnologice speciale. Cu toate acestea, componentele de pe
laturile lungi ale placii ar trebui sa fie situate la cel putin 5 mm de margine. Daca sunt
montate suprafete de ambele parti ale placii, aceasta regula trebuie respectata si pentru
cealaltd parte. In caz contrar, este necesar si plasati campuri de proces litime de 5 mm pe
laturile lungi ale placii sau piesei multiple.





image16.png
Separarea pieselor de prelucrat in placi

Exista doua metode de separare a placilor intre ele si domeniile tehnologice: scribarea si
frezarea de-a lungul conturului placii. In primul caz, se fac taieturi de-a lungul liniilor drepte de
impartire a placilor si campurilor, care lasa un jumper in aceste locuri, a carui dimensiune
determina atat rigiditatea intregii piese de prelucrat in ansamblu, cat si usurinta separarii sale
ulterioare. Daca placile vor fi montate pe linii automate, se folosesc jumperi mai grosi pentru a
asigura o rigiditate mai mare a piesei de prelucrat in ansamblu. Pentru a separa placile, se
utilizeaza ulterior echipamente specializate care nu creeaza sarcini de stres pe placa de circuit
imprimat.

Pentru montarea si separarea manuala, acesti jumperi sunt semnificativ mai subtiri pentru a
permite separarea manuala usoara fara a afecta PCB-ul sau produsul lipit. Daca placa are un
contur complex sau este necesara prelucrarea de inalta calitate si precisa a acestui contur, atunci
impartirea placilor se realizeaza prin frezare cu formarea de jumperi intre placi si campurile cu
care acestea sunt combinate intr-o piesa de prelucrat. De-a lungul marginilor acestor poduri sunt
realizate un numar de gauri pentru a facilita separarea lor ulterioara. Pentru astfel de cazuri, este
necesar sa se prevada spatiu pe placa de circuit pentru plasarea a cel putin 3 - 4 astfel de
jumperi. O metoda similara ar trebui folosita si in cazurile in care pe placi sunt instalati
conectori montati pe suprafata (USB, SIM, carduri de memorie etc.), ale caror dimensiuni
depasesc marginea placii. In caz contrar, atunci cand se utilizeazi scribarea, separarea corecta a
pieselor de prelucrat pe echipamente specializate va fi imposibila.
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Proiectarea Asistata
T.5 — Proiectarea cablajului imprimat.
Metode de amplasare a elementelor pe suprafata
plachetei de cablaj imprimat

Scopul Lectiei: De a cunoaste influenta amplasarii componentelor electronice pe placheta cu cablaj imprimat asupra
proprietatilor electrice

Surface Mount Design and Land Pattern Standard IPC-SM-782A
standardele IPC, JEDEC si IPC-7351A

Conf. Univ. Dr. Cretu Vasilii
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In cazul in care amplasarea unilaterala a componentelor este imposibila,

se recomanda amplasarea unor componente mici, de exemplu, pasive, pe o
parte a placii si microcircuite si alte componente ,,grele” pe cealalta parte.
Merita plasat componentele SMD pe ambele fete ale placii cu circuite
imprimate numai daca dimensiunile placii in sine, tot felul de restrictii privind
decalajele dintre conductori, placute de contact si alte elemente ale placii si
alte cerinte nu lasa de ales. In acest caz, costurile si timpul pentru pregatire si
instalare cresc (produsul trece de doua ori prin etapa de instalare, programele
pentru echipamente sunt scrise pentru acesta de doud ori, se reajusteaza de
doud ori, se fac doud sabloane, costul instalarii fiecarei parti a placii este
calculat ca pentru un produs separat). In plus, costul echipamentelor de testare
pentru testarea unor astfel de circuite imprimate creste semnificativ.

Echipamentul utilizat permite amplasarea componentelor cu o distanta
minima de 0,2 mm una fata de alta si la 1 mm de marginea placii (sub rezerva
prezentei campurilor tehnologice pe piesa de prelucrat). Dar utilizarea
capacitatilor tehnice maxime nu este intotdeauna justificata. De exemplu,
plasarea componentelor prea apropiate reduce considerabil mentenanta
produsului, inspectia opticd a componentelor si inspectia imbinarilor lipite.
Apropierea componentelor de diferite dimensiuni si capacitati de caldura
poate afecta calitatea lipirii.

In plus, este important s se tind seama de faptul ca dimensiunile capsulelor
multor componente depasesc dimensiunile suprafetelor de contact, prin
urmare, atunci cand se creeaza elemente grafice ale componentelor, este
indicat sa desenati dimensiunile lor reale sau zona ocupata de componenta,
tinand cont de spatiul necesar inspectiei si reparatiilor. Acest lucru va va ajuta
sa plasati componentele corect si sd evitati greselile.
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Distantaintre componente-din punctde vedere a tehologiei care indeplineste lipirea pe suprafatd a componentelor nu exista
maximala,insa pentru unele plachete/dispozitive este necesar de o amplasare cit mai corectd a componentelor. Distanta minimaintre 2 gauride
contacttrebuiessa fie de 1.5 mm.

Tn afard de aceasta distanta minim3 intre
marginea plachetei de cablaj imprimat nu
trebuie sa fie mai micd decit 1.25mm.
Amplasarea componetelor pe suprafata
plachetei intr-o mare masura depinde de
metoda de lipire automatizata.
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Cerintele fata de amplasarea elementelor la lipirea prin val de lipit
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Componentele de tip SOIC(Small-Outline-Integrated-Circuit) se amplaseaza pe axa longitudionald a componentelor pasive.Axa
de lungime a componentelor SOIC trebuie s& fie paraleld cu directia de miscare a plachetei.Cel mai optimal dacd toate
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